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PERFECCIONAMIENTOS EN DISPOSITIVOS DE CABEZAS MAGNETICAS.-

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFOHMATIQUE, entidad 

 ̂ francesa, residente en 68 Route de V ersa ille s, 78430
/  Louveciennes, Francia.

La presente invención se re fiere  a la s  

cabezas magnéticas para e l reg istro  y la lectura en 

los d ispositivos de memorización de la información so­

bre capa magnética, tanto para aplicaciones industria- 

5. le s , p eriféricas de ordenadores de d iscos, tambores o
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bandas magnéticas, como para aplicaciones menos especializadas,j 

magnetófonos y casse ttes por ejemplo.

Las condiciones de trabajo globales de dichos dispo­

s it iv o s  dependen en una gran parte de la s  propiedades presen­

tadas por e sta s cabezas y sus montajes en barras, bloques o 

p laqu itas. En lo que concierne a la s  propiedades electromagné­

t ic a s , en esp ecial e l rendimiento electromagnético y la  banda 

de funcionamiento de respuesta lin ea l, por una parte, y en lo 

que respecta a la mejora de la  relación condiciones de traba- 

jo/costo  de fabricación, por otra parte, numerosos trabajos 

han conducido a concepciones y realizaciones de cabezas mag­

n éticas de estructura plana en capas delgadas superpuestas que 

satisfacen , en conjunto a dichos objetivos. A titu lo  in d ica ti­

vo, se pueden c ita r  la s  estructuras de cabezas magnéticas des­

c r ita s  en la  so lic itu d  de patente española n3 416 545 deposi­

tada e l mismo día que la  presente so lic itu d  y a nombre del 

mismo t itu la r  por: PERFECCIONAMIENTOS EN ESTRUCTURAS DE TRANS­

DUCTORES MAGNETICOS.

Un problema importante a l  que no parece se haya da_ 

do la  debida atención es e l de la protección eficaz y durade­

ra de la s  capas que forman la estructura de la s  cabezas con­

tra  lo s agentes contaminantes exteriores y contra e l desgaste 

mecánico.

Hasta e l presente en efecto, e stas estructuras 

eran depositadas sobre unos su stratos de pequeña rugosidad 

nominal, de vidrio por ejemplo, y después se contentaba eon 

depositar a l l í  una capa de barniz para su protección super­

f i c i a l ,  lo que les protegía contra la corrosión a un deter­

minado grado a l  menos, pero no de forma evidente, contra e l 

desgaste debido a l  frotamiento de la  cabeza contra el soporte
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magnético, un caso normal en los desénrolladóres de bandas mag­

néticas por ejemplo, y un caso accidental en otros d isp ositivos 

discos ó tambores magnéticos, por ejemplo.

La protección por simple barniz puede ser 

además considerada como mal adaptada a l  montaje de la s  cabezas 

en barras, .bloques o p laquitas, que, además de una disposición 

lineal de cabezas, pueden también comprender apilamlentos. El 

problema de la  protección resu lta  todavía más importante cuando 

como es normal, se le considera ligado a l del montaje de un nú­

mero máximo de cabezas en un mínimo de volumen/ montaje a lta -  ! 

mente deseable en la s  p eriféricas de gran capacidad y en los 

desenrolladores de banda de gran número de p is ta s  para la in s­

trumentación, entre otros.

Una fin alidad  de la  invención es prever una 

protección de la s  cabezas magnéticas del tipo arriba definido 

que sea además particularmente adaptada a su empleo en lo s mon­

ta je s  de cabezas que comprenden una pluralidad de elementos de 

posiciones y/o dimensionados re la tiv o s establecidos para coope­

rar con una pluralidad de p ista s  de un soporte magnético en des 

f i l e .

Otra finalidad de la  invención es, como 

complemento, prever esta protección de ta l  forma que contribu­

ya efectivamente a la realización  de las barras de cabezas mag­

néticas y sim ilares, no solamente para fa c i l i t a r  a s i  el monta­

je mecánico sino también para ayudar a la precisión de sus po- 

sicionamlentos re lativos en estos montajes.

Considerando e l caso de los d iscos magné­

tic o s , típ ico  en s í ,  e l  paso de la s  p is ta s  sobre el disco es, 

por ejemplo de 0 ,5  mm. La separación de la s  cabezas sobre un 

patín porta-barra no puede sobrepasar 2 mm por ejemplo, en
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atención a la s  sujeciones de fabricación usual. Se está por lo 

tanto obligado a recurrir a un entrelazado de las posiciones de 

la s  cabezas frente a frente de la s p is ta s , distribuyendo estas 

cabezas sobre varios patines, cuatro en dicho ejemplo, a fin  de 

explotar correctamente la superficie del disco, llevando cada 

patín por ejemplo nueve cabezas para un disco de tre in ta  y se is  

p is ta s . De e llo  re su lta  que e l precio real de cada cabeza es 

aumentado en su parte proporcional,un noveno en este ejemplo, 

del costo de un patín, trabajo , suspensión y d ispositivos casi 

siempre necesarios de retracción y reg la je  de "vuelo" del patín 

comprendidos. Esto viene de hecho a m ultiplicar por tre s  o cua­

tro e l costo de la  cabeza individual.

El problema es sim ilar para lo s desenrolladores de 

banda magnética, de gran número de p is ta s . Se emplean entonces 

clasicamente unas barras o bloques en los que lo s emplazamien­

tos de la s  cabezas frente a la s  p is ta s  son entrelazados de blo­

que a bloque, de ahí un aumento sim ilar del costo de la  cabeza 

individual.

La protección de las cabezas magnéticas prevista 

en la  presente invención, que contribuye efectivamente a la 

constitución de dichos bloques y barras, permite entonces es­

tablecer estos últimos con sus cabezas efectivamente dispuestas 

en la  separación de la s  p is ta s , de ahí una economía de al me­

nos e l 50% sobre su precio de costo.

Por último, según un punto de v ista  complementario, 

es deseable en numerosos d ispositivos que explotan cabezas mag­

n éticas, establecer diversos tipos de cabezas, por ejemplo para 

la  e scritu ra , la  lectura y el borrado (previamente a la  e sc r i­

tura, tres cabezas de estos tipos respectivos son entonces d is­

puestas en unos lugares re lativos predeterminados para cooperar3 0 .
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con una misma pista). En lo s d ispositivos de muy gran número de 

cabezas dicha optimización de funciones era en verdad de costo 

prohibitivo lo que conducía a renunciar y a establecer, como en 

los d ispositivos de disco magnético por ejemplo, una so la  cabe­

za "de compromiso" por p ista , de ahí en contrapartida la  necesi 

dad de una p ista  "ancha" y, por tanto, una lim itación de la  ca­

pacidad de información mientras que este compromiso era a menucb 

poco sa tisfac to rio  en s í  para la e fic ac ia  de la  cabeza.

La protección de la s  cabezas magnéticas prev ista  en 

la  presente invención, que contribuye efectivamente a la  cons­

titución  de los bloques y barras de cabezas m últiples y también 

a la  constitución de los apilamientos mecánicamente unitarios 

de dichos bloques y barras, permite establecer sin  precio de 

costo prohibitivo agrupamientos de cabezas individualmente adap 

tadas a funciones d iversificadas aunque establecidos en la  se­

paración de la s  p ista s  del soporte magnético de la  información.

Para exponer la  invención en su d eta lle , se hace re ­

ferencia a la s  figuras anexas, que representan:

La figura 1, una v ista  en sección la te ra l de una ca­

beza magnética de protección establecida de acuerdo a la inven­

ción.

Las figuras 2 y 3, dos v ista s  sim ilares que com­

prenden el establecimiento de una protección complementaria de 

la  cabeza.

La figura 4, una sección tomada por un plano orto­

gonal a l  de la s  figuras 1 a 3 y que concierne a un montaje e le­

mental de varias cabezas alineadas en un mismo su strato .

La figura 5, una sección de un montaje de dos ca­

bezas magnéticas superpuestas.

La figura 6, una sección de un montaje de tre s  cabe
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zas magnéticas superpuestas.

La figura 7, una v is ta  del montaje de la  figura 

6, según una sección tomada por un plano ortogonal a l  de esta  

última.

Las figuras 8 y 9, dos v ista s  en sección que 

muestran dos maneras de superponer unas cabezas magnéticas en 

oposición re la tiv a  de sus estructuras.

Las figuras 10 y 11, unas v is ta s  en sección p a r ­

c ia l  de montajes de cabezas magnéticas múltiples de funciones 

d iversificad as.

Sobre e l sustrato  d ie léctrico  1, de vidrio por 

ejemplo, se deposita, figura 1, una estructura de cabeza mag­

nética 2 de capas delgadas superpuestas y de cualquier consti­

tución conocida de por s í ,  por ejemplo según la  so lic itu d  de 

patente citada. Esta estructura comprende un par de capas mag­

n éticas 8 y 9 separadas por una capa a islan te  10 y, de un modo 

ilu stra t iv o , entre e sta s capas existe un bobinado esp iral mul- 

t ie sp ira s  de capas delgadas cuyas conexiones de sa lid a  se ex­

tienden hacia a trá s  como se indica en 3 para e l acoplamiento 

de conductores ta le s  como 5 por mediación de soldaduras direc­

ta s  o indirectas ta le s  como 4.

La estructura 2 es desnudada para su forma­

ción y se tra ta  de asegurar a s í  la  protección contra lo s agen­

te s  corrosivos y e l  deterioro mecánico y, para e llo , conforme 

a la  presente invención, se deposita sobre e lla  a l  menos una 

protección "primaria" 6 de un m aterial a islan te  que responde 

a los c r ite r io s  sigu ientes: - su coeficiente de dilatación  

en función de la  temperatura corresponde sensiblemente a l  del 

m aterial del sustrato  1 e l  cual, y de un modo conocido de por 

s í ,  ha sido ya elegido y establecido en función de lo s coefi-
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cientes de d ilatación  térmica de los m ateriales magnéticos,con­

ductor y aislan te  de la s  capas que entran en la  estructura de 

la  cabeza 2. - es particularmente resisten te  a los agentes co­

rrosivos y a l  deterioro mecánioo; - puede ser depositado bajo 

vacío o a l  menos en atmósfera condicionada; - "se engancha" per 

fectamente sobre e l material del sustrato y sobre los materia­

les que aparecen en la  cara externa de la cabeza. A titu lo  ilu s 

trativo , para un sustrato de un m aterial t a l  como el corindón, 

e l m aterial depositado por evaporación de la protección prima­

r ia  6 puede ser alúmina y, para un sustrato de v idrio , el mate­

r ia l  de la protección primaria puede con sistir  en una mezcla 

SiO/SiOg dosificada para tener un coeficiente de d ilatación  en 

función de la  temperatura sensiblemente igual a l del vidrio.D i 

cha mezcla puede ser depositada por e l  procedimiento siguiente: 

- a l  estar e l sustrato revestido de la  cabeza en un recinto de 

atmósfera condicionable que puede ser la  misma u tilizad a  para 

el depósito de las capas de la  cabeza magnética, e l  siO es eva­

porado per vía térmica en presencia de oxigeno o de vapor de 

agua bajo pequeSa presión. Merced a un control, conocido de poi 

s í ,  tanto de la velocidad de evaporación del SiO como de la  prc 

porción en oxigeno o vapor de agua de la  atmósfera del recinto, 

se puede obtener un depósito ya sea de SiO o bien de SiOg pasar 

do por toda composición mixta de los dos m ateriales. El SiO 

tiene un coeficiente de d ilatación  del érden de 100.10"? por 

grado C, y e l SiOg tiene un coeficiente de dilatación  del órder 

de 2,5.10"7 por grado C. El coeficiente de d ilatación  de los 

vidrios propios para serv ir de su strato s puede variar de 20 a 

85.10**7 por grado C aproximadamente, de ahí la  posibilidad,por 

una dosificación  apropiada, de obtener una protección primaria 

que tiene sensiblemente e l mismo coeficiente de d ilatación  que
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e l su strato .

E l m aterial de la  protección primaria 6 deja a descu­

bierto  la  parte posterior de los conductores 3, que fin alizan  

por lo demás en unos "p lo ts"  mas gruesos, de más de 10 micro- 

nes por ejemplo para un espesor to ta l de la cabeza del orden de 

50 micrones a l  menos para una decena de esp iras del bobinado 

incorporado a la  cabeza.

La superficie  superior de la  protección debe, prefe­

rentemente, encontrarse a la  a ltu ra de la superficie superior 

de los conductores 5, que son de hecho conductores planos ya 

que, según una disposición complementaria de la  invención,una 

protección "secundaria" es depositada por encima de la  estruc­

tura completa, como se indioa en la s  figuras siguientes, en la s  

cuales esta  protección secundaria se muestra bajo la  forma de 

una píaquita d ie léc tr ica , ventajosamente del mismo m aterial que 

e l  del sustrato  1.

Se ha indicado a titu lo  ilu stra tiv o , en la  figura 1, 

que la  protección primaria 6 era inicialmente depositada con 

un espesor superior a l  presentado por la  estructura después de 

la  f i ja c ió n  de los conductores 5. Resulta entonces necesario üe 

var este espesor a l  valor requerido, por ajuste por frotación 

por ejemplo retirando e l m aterial de la  protección 6 hasta e l 

n ivel 13. La finalidad  de esta disposición puede definirse con­

siderando la  v is ta  en sección de la  figura 4, tomada en un p la­

no ortogonal a l  plano de corte de la s  figuras 1 a 3: - en esta  

figura, que muestra esencialmente que la protección es ap lica­

ble a una b arrita  de cabezas magnéticas alineadas sobre e l sus­

tra to , e l  m aterial de la protección 6 llena sensiblemente todo 

el espacio entre sustrato 1 y protección secundaria 13 y, con­

siderando entonces una u otra de la s  figuras 2 y 3, se concibe
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que ocurre a s i  en toda la  profundidad de la  protección 6 en e l 

plano 12. Dicha disposición ne es imperativa en s í  y e l  n ivel 

de formación de la protección 6 puede estar directamente lim i­

tado sensiblemente a l  nivel superior de los conductores 5, pu- 

diendo ser, s i  se desea, la s  superficies de este nivel que pre­

senta entonces dicha protección 6, trabajadas a continuación o 

pulimentadas antes de la puesta en posición de la protección 

secundaria 13. En la v is ta  en sección de la  figura 4, e x is t ir ía  

entonces entre los emplazamientos de la s  cabezas 2 unas ondu­

laciones desprovistas del m aterial 6 de profundidad función del 

espesor mismo de la s  estructuras de la s  cabezas. )

Se ha indicado, además, en la  v ista  en sección j 

de l a f i g u r a  1, que podía ser ventajoso formar en primer lu­

gar la  estructura y su protección para poder proceder a conti­

nuación, s i  e llo  es necesario, a una retirad a de una "lámina"

7 a la  izquierda de la  línea de corte indicada en 11, por una 

operación de ajuste por frotación por ejemplo. Esto podrá reve­

larse ú t i l  cuando, por ejemplo, figura 6, la s  p laquitas elemen­

ta le s  de la figura 1 son apiladas para formar una barra multi- 

capas cuya cara de entrehierros debe ser trabajada para mejor 

cooperar con un soporte magnético en d e sfile  delante de e lla .

La protección secundaria 13, que cubre la pro­

tección primaria 6 y los conductores 5, puede ser f i ja d a  por 

ejemplo ya sea de la manera indicada en la  figura a o bien de 

la  manera indicada en la  figura 3. Una y otra de estas formas 

de fijac ió n  evitan todo deslizamiento re lativo  entre la plaqui- 

ta 13 y la  estructura a la  que debe ser rígidamente ligada. Co­

mo se ha dicho, la  plaquita 13 es preferentemente establecida 

en e l mismo m aterial que e l  sustrato o, a l menos en un mate- ¡ 

r i a l  que tiene un coeficiente de d ilatación  en función de la  '
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temperatura adaptado a l  del sustrato 1. Además, su módulo de 

e lastic id ad  debe ser suficientemente grande para conferir a la  

barra a la  que e stá  integrada una solidez ampliamente superior 

a la  de una barra que no la  comprendiera y su planeidad, del 

lado de la cara in ferio r, debe ser suficiente y sus esfuerzos 

internos suficientemente pequeSos para que la  barra permanezca 

a continuación perfectamente plana, conjunto de condiciones ob­

tenidas cuando los m ateriales del sustrato y de la plaquita son 

los mismos. En algunos casos, t a l  como se verá más tarde, será 

ventajoso tomar la plaquita de protección secundaria 13 de 

igual espesor que e l  sustrato  1, o sea por ende, de un modo 

ilu stra t iv o , del orden del milímetro.

En una realización  según la  figura 2, la  plaquita 

13 de protección secundaria es pegada con cola merced a un pro­

ducto t a l  como una resina de elevada estab ilidad , resina epoxi 

por ejemplo y esta  cola 19 llena a l  menos parcialmente e l in­

tervalo entre la  protección primaria 6 y e l  sustrato y los in­

tervalos entre conductores 5. Para favorecer e l enganche de la  

cola, la  superficie interior de la plaquita 13 es establecida 

con una rugosidad nominal definida, obtenida, s i  e llo  es nece­

sario , por un tratamiento su p erfic ia l apropiado y conocido en 

s í ,  eventualmente pulsado hasta la  formación de e s tr ía s  en es­

ta  superficie .

En la  realización  de la  figura 3, una capa a i s ­

lante es previamente formada sobre lo s  conductores 5, por eva­

poración por ejemplo, capa aislan te  indicada en 17, después que 

los conductores 5 hayan sido fijad o s sobre los p lo ts de la  cabe­

za por una soldadura 18. Una subcapa de cobre es similarmente 

formada en la  superficie superior de la  protección primaria 6, 

como se indica en 15, y sobre la superficie superior de la  c ita3 0 .
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da capa 17. Una subcapa de cobre 16 es, por lo demás, formada 

sobre la cara interna de la  plaquita de protección secundaria 

13 y los dos elementos a s í  preparados son ensamblados por una 

capa de soldadura 14 de bajo punto de fusión, una aleación es­

taño-plomo por ejemplo, cuyo punto de fusión es in ferior a 

200°C para evitar toda alteración  de la s  cabezas 2.

En algunas aplicaciones que van a ser ahora descri 

ta s , puede ser ventajoso que la s  cabezas magnéticas sean eléc­

tr ic a  y magnéticamente blindadas. Para establecer dichos b lin ­

dajes, basta depositar sobre unas caras de la s  láminas que fo r­

man sustrato y protección secundaria, delgadas capas alternadas 

de cobre y de una aleación hierro-níquel ta l  como la  conocida 

bajo la denominación de "Pormalloy". S i dicho blindaje es depo­

sitado sobre la  cara interna del su strato , se recubre de una 

capa aislan te antes de la formación de la s  cabezas. De un modo 

evidente, la  presencia de estas capas de blindaje no a lte ra  la : 

disposiciones arriba d escritas para la s  figuras 2 y 3 ( la  sub­

capa 16 puede entrar en dicho b lin d aje).

Las figuras siguientes muestran diversos ejemplo:; 

de realización  de apilamientos de b arr ita s  según las figuras 

que anteceden. Para rea lizar estos apilamientos, se puede pro­

ceder de dos modos diferentes. En un primer modo de re a liz a ­

ción, preferido cuando hay más de dos f i l a s  de cabezas magné­

tic a s  en el montaje, se disponen las b arrita s  unas por encima 

de la s  otras en e l  mismo "sentido" con respecto a l  sentido de 

d esfile  del soporte delante de e l la s .  El "sentido" es definido 

por la  sucesión sustrato-cabezas. En la  figura 5, dos b arrita s 

son a s í  apiladas, teniendo cada una sobre su sustrato sus ca­

bezas magnéticas 2 revestidas de su protección primaria 6 y 

sus conductores 5 de acoplamiento a los c ircu ito s externos,no
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representados. En este apilamiento, e l sustrato de la segunda 

b arr ita  forma a l mismo tiempo la  protección primaria de la p r i­

mera y esta  segunda b arrita  está  equipada de su propia protec­

ción primaria, lo que indica la s anotaciones 1/13, para e l sus­

trato  de la segunda b arrita  y 13 para la  protección secundaria 

de ésta  última. Una carac terística  de todo montaje según la f i ­

gura 5, que puede ser extendida de forma d irecta a cualquier 

número de b arrita s en superposición, es que e l  espesor de los 

sustratos y protecciones secundarias es tomado de forma unifor­

me. En el ejemplo de la figura 6, por e l  contrario, para tres 

b arrita s  superpuestas en el apilamiento, la s  protecciones se­

cundarias 13 son establecidas según un espesor reducido frente 

a l  del sustrato  1 de la b arrita  de base del apilamiento, del ói 

den de la décima de milímetro por ejemplo para estos elementos 

13 mientras que e l sustrato tiene un espesor del orden del mi­

límetro y la  protección secundaria 23 de la  última b arrita  del 

apilamiento es tomada,por e l contrario, del mismo orden de es­

pesor que el sustrato  1. No impide sin  embargo que alguna de 

la s  protecciones 13 intermedias sirva  efectivamente de sustratc 

a una b arrita  entonces constituida por e sta  protección revesti­

da de la s  cabezas magnéticas 2 y de los conductores 5, con la 

protección primaria 6 que cubre la s  cabezas magnéticas.

Durante e l  montaje de la s  b arr ita s , se debe, 

evidentemente, v ig ila r  la s  alineaciones re la tiv as de la s  f i l a s  

de cabezas magnéticas, lo  que no presenta d ificu ltades particu­

lares puesto que los emplazamientos de la s  cabezas son siempre 

v is ib le s  en la s  b arr ita s , lo  que se r ía  en la  porción anterior 

de estas últim as. Toda operación de montaje puede haber recu­

rrido a lo que ha sido descrito , en relación con la s  figuras 2 

y 3 para e l  montaje de una protección secundaria sobre una ba-
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r r ita  anteriormente provista de su protección primaria y de sus

conductores 5.

La v ista  de la figura 7 que toma de nuevo en consi­

deración e l apilamiento de la figura 6 pero según un plano orto 

gonal muestra que la s  b arritas pueden ser montadas con sus gru­

pos de cabezas respectivas 2, 22 y 32 entrelazadas de una barrí 

ta  a la  otra, y que, por consiguiente, dicha barra puede ser di 

rectamente explotada en un d ispositivo  en e l  que la s  p is ta s  (P) 

del soporte de información están prácticamente unidas aunque 

la  separación de la s  cabezas, en cada b arrita  pueda se r , en es­

te ejemplo, tr ip le  del paso de la s  p is ta s  (P).

Las figuras 8 y 9 representan dos ejemplos de mon­

ta je s  en los cuales dos b arrita s son mostradas en sentidos re­

lativo s opuestos, presentándose estas b arritas con sus su stra­

tos 1 exteriores y sus protecciones 6 y sus conductores 5 en­

frente. En e l montaje de la figura 8, oada una de la s  protec­

ciones primarias 6 sirve de protección secundaria a la otra, 

siendo pegadas con cola sus superficies una sobre la o tra ,d i­

rectamente o por soldadura de subcapas previamente depositadas 

sobre sus superfic ies, subcapas que pueden comprender cada una 

un blindaje t a l  como se ha definido más arriba en lo expuesto, 

estando intercalada una píaquita delgada 20, que puede ser re­

ducida a una simple capa d ie léctr ica , entre sus conductores 5 

respectivos. En e l montaje de la  figura 9, que es variante de 

realización , una plaquita d ie léctrica  31 es intercalada entre 

la s  dos b arr ita s , constituyendo una protección secundaria común 

a estas b arrita s .

La figura 10 ilu stra  e l caso de una barra con 

dos barritas superpuestas, sustrato  1 que lleva unas cabezas 3 

y su protección primaria 6, primaria intermedia 13 que sirve
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de sustrato  a unas cabezas 42 y su protección primaria 6, pro­

tección secundaria 23 de igual espesor que el sustrato 1 que 

cubre e sta  segunda protección primaria. Las anchuras de las ca­

bezas 2 y 42 son mostradas d iferentes, lo que no tiene nada de 

ob ligatorio , para acentuar que la s  cabezas alineadas en esta  st 

perposición son establecidas para cumplir funciones d istin ta s, 

lectura y escritu ra  por ejemplo (una tercera barrita  que lleva 

unas cabezas de borrado antes de escritu ra , alineadas sobre 

la s  cabezas 2 y 42 puede ser aKadida a la  barra s i  hay necesi­

dad).

La figura 11 muestra entonces como un montaje de 

b arrita s  t a l  como e l de la  figura 10 puede ser realizado para 

que los pares de cabezas 2 y 42 se presenten, frente a frente, 

de p is ta s  P-¡_..., Pg . . .  en un entrelazado t a l  que, contrariamen­

te a la  separación de la s  dos p ista s  Pp, Pg asociables a l  mon­

ta je  de la  figura 10, estas p is ta s  puedan estar previstas de 

separación óptima entre s í .  Esta disposición se concibe direc­

tamente con referencia a l  esquema de la  figura 7 en lo que con­

cierne a l  entrelazado de la s  cabezas a los diferentes niveles 

de la  barra.

En lo s tipos de barras cuyas cabezas tienen fun­

ciones d ist in ta s , es frecuente que haya simultaneidad de es­

critura  y de lectura sobre la  misma p is ta . Unos blindajes ta ­

le s  como anteriormente se han descrito son entonces ventajosa­

mente establecidos en la  barra, a la  altura de la s  proteccio­

nes secundarias por ejemplo.

Además, cuando se desea, la rigidez de una barra 

puede ser aumentada adaptando sobre una de la s  caras del api- 

lamiento una plaquita a islan te  de mayor espesor que e l  de los 

su strato s y/o protecciones secundarias.
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Descrita suficientemente la  naturaleza del in­

vento, a s i  como la  manera de rea lizarlo  en la  práctica, debe 

hacerse constar que la s  disposiciones anteriormente indicadas 

son susceptibles de modificaciones de d eta lle  en cuanto no a l ­

teren su principio fundamental. También se hace constar que e l 

invento corresponde a una so lic itu d  de Patente presentada en 

Francia con fecha y número siguientes: 3 de ju lio  de 1972,n$ 

72.23938; acogiéndose por lo tanto a los beneficios que conce­

den lo s Convenios Internacionales en vigor. Siendo lo que cons­

tituye la esencia del referido invento y por lo que se s o l i­

c ita  Patente de Invención por 20 años en España sobre: Perfec­

cionamientos en d ispositivos de cabezas magnéticas; caracteri­

zándose por lo siguiente:

1 .- Perfeccionamientos en d ispositivos de ca­

bezas magnéticas, de estructuras planas que tienen sus entre­

hierros alineados sobre un borde de un sustrato  d ieléctrico  

no-magnético y que tienen los p lo ts de conexión de sus bobi­

nados alineados sobre e l borde opuesto del sustrato con unos 

conductores planos soldados sobre estos p lo ts y que tienen 

unas superficies en un plano paralelo a l  del su strato , caracte­

rizados porque dichos d ispositivos comprenden la  combinación 

de una protección primaria que consiste en una capa aislan te  

que cubre la s  estructuras de cabezas y que tiene una superfi­

cie que se encuentra sensiblemente en e l  plano mencionado y 

de una protección secundaria que consiste en una plaquita d ie­

lé c tr ic a  de igual superficie sensiblemente que la  del sustrato 

y f i ja d a  sobre la s superficies de la protección primaria y de 

los conductores planos, teniendo los m ateriales de esta capa 

y de esta  placa sensiblemente idénticos coeficientes de d ila ta -
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ción térmica que e l del m aterial del sustrato .

2 .  - Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, 

caracterizados porque e l  m aterial de la plaquita de protección 

secundaria es e l  mismo que e l  del sustrato .

3 .  - Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, 

caracterizados porque al ser el m aterial del sustrato un vidrio 

de elevado punto de fusión, e l m aterial de la capa de protección 

primaria consiste en una mezcla íntima de monóxido y de dióxido 

de s i l i c io  dosificada para presentar este coeficiente de d ila ­

tación térmica.

15

20.

25,

30.

4 . - Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, 

caracterizados porque a l  ser e l m aterial del sustrato  colinden, 

e l m aterial de la  capa de protección primaria es alúmina.

5 . - Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, 

caracterizados porque la  plaquita de protección secundaria se 

f i j a  a la s  su perfic ies de la  protección primaria y de los con­

ductores planos por una cola resina que llena a l  menos parc ia l­

mente la  depresiones entre la protección primaria y los con­

ductores planos adheriéndose sobre la  superficie del sustrato 

en dichos lugares.

6 .- Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, 

caracterizados porque la  plaquita de protección secundaria se 

f i j a  a la s  superficies de la  protección primaria y de los con­

ductores planos por una soldadura in tercalar entre una sub­

capas pelicu lares conductoras previamente formadas sobre la  

plaquita y la s  citadas su perfic ies, habiendo sido previamente 

revestidos los conductores planos de una pelícu la a islan te .

7 .-  Perfeccionamientos según la  reivindicación 

6, caracterizados porque la  subcapa de la  plaquita comprende, 

en superposición a l  menos una pelícu la  magnética y a l  menos una
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película conductora no-magnética.

8 .-  Perfeccionamientos según la  reivindicación 

1, caracterizados porque la  plaquita de protección secundaria 

sirve a su vez de sustrato a una segunda pluralidad de cabe­

zas magnéticas de estructuras planas, equipadas de una protec­

ción primaria y de una protección secundaria propias, y a s í  su­

cesivamente cuando haya necesidad.

9 .-  Perfeccionamientos según la  reivindicación 

8, caracterizados porque en dicho apilamiento, e l  sustrato  y la  

última de la s  protecciones secundarias son de igual espesor.

10.- Perfeccionamientos según la  reivindica­

ción 8, caracterizados porque e l sustrato  y la s  p laquitas de 

protección secundaria son revestidos, en una de sus caras, de 

pelícu las magnéticas y conductoras.

11. - Perfeccionamientos según la  reivindica­

ción 8, caracterizados porque la s  cabezas magnéticas son re la ­

tivamente decaladas de sus anchuras propias de un sustrato  a l  

otro del apilamiento.

12. - Perfeccionamientos según la  reivindica­

ción 8, caracterizados porque la s  geometrías de la s  cabezas mag 

néticas son d istin ta s , para sus adaptaciones a funciones d istin  

ta s , de un sustrato a l  otro del apilamiento.

13. - Perfeccionamientos según la  reivindica­

ción 1, caracterizados porque la  plaquita de protección secun­

daria es, a l  menos parcialmente, común a dos montajes cada uno 

equipado de una protección primaria y dispuestos en oposición 

frente a esta plaquita de protección secundaria.

14.- Perfeccionamientos según la reiv in di­

cación 13, caracterizados porque en este montaje, la s  proteccio 

nes primarias de los dos montajes son directamente so lid ariza- '



das una a la  o tra .

15.- Perfeccionamientos en d ispositivos de cabezas 

magnéticas; t a l  y como queda descrito  sustancialmente en la 

presente Memoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de dieciocho hojas e sc r ita s  a 
máquina por una so la  cara.

Madrid, ? 3  06T.Í975
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